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Anwendungsber icht

» Andreas Schimanski

Zukunftsweisende Sicherung
des Produktionsstandortes Schweiz
Speziell in der Elektronikfertigung ist der Trend der Produktionsverlagerung nach Osteuropa und
Asien ungebrochen. Lesen Sie hier, wie man durch langjährige Erfahrung und geschickten
Einsatz neuster Technologie diesem Trend die Stirn bieten kann. Effiziente Arbeitsabläufe und
hoher Automationsgrad sind die Antworten für lokale KMU der Spezialelektronik.

Im Jahr 2006 wurden lediglich ein Sechstel
der weltweiten Elektronikprodukte in Europa
gefertigt. Das absolute Produktionsvolumen
in Europa verzeichnet in den letzten Jahren
einen Rückgang von durchschnittlich 2 Pro-
zent pro Jahr (Quelle: The Pildal Directory
2007). Was können Schweizer Unternehmen
tun, um sich gegen die Anbieter aus Billig-
lohnländern zu behaupten? Die Elfab AG hat
gegen diesen Trend über die letzten Jahre
kontinuierlich ein zweistelliges Wachstum zu
verzeichnen und in 2007 mit über 30 Prozent

Wachstum ein absolutes Rekordjahr hinge-
legt. Welche Hausaufgaben wurden bei die-
sem EMS-Anbieter richtig gemacht?

Fokus liegt auf Flexibilität, Qualität
und Automatisierung
Neben dem absoluten Fokus auf flexible Ferti-
gungsprozesse und hohe Qualität in allen Pro-
zessschritten muss man in Europa aus der
Sicht der Produktionskosten manuelle Ferti-
gungsschritte konsequent durch automati-
sierte Abläufe ersetzen. In der Elektronikferti-

gung erfordern vor allem die konventionellen
Bauteile einen hohen Anteil an Handarbeit.
Bei aller Miniaturisierung und Optimierung
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Die Selektiv-Lötanlage ist um ein Mehrfaches schneller als
das Löten mit Hand, und das bei repetitiver Qualität
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gibt uns die Physik Grenzen in der Realisie-
rung elektronischer Baugruppen. Speziell
wenn es in der Leistungselektronik um Schal-
ten, Pufferung und Glättung von Strömen
geht, sind Baugrössen und Formen gegeben,
die sich nicht sinnvoll in Surface Mounted
Technology (SMT, Oberflächenbefestigung)
realisieren lassen. Die Mischung von SMDs
(Surface Mounted Devices) und konventio-
nellen THT-Bauteilen (Through Hole Techno-
logy, THT) wird für die optimierte industrielle
Fertigung daher konsequent auf die beiden
Platinenseiten verteilt.

Spannungsfeld – komplexe Elektronik
versus Lohnkosten
Dabei werden alle SMDs auf einer Seite plat-
ziert und dann Reflow gelötet und alle kon-
ventionellen Bauteile werden ihre Lötpunkte
auf der anderen Platinenseite haben. Diese
kann man dann mit dem sogenannten Wel-
lenlöten sehr effizient in einem zweiten Ar-
beitsschritt löten. Komplexe, anspruchsvolle
und vor allem kompakte Elektronik lässt die-
se Trennung aber nicht mehr zu, d.h., kon-
ventionelle Lötpunkte befinden sich auf der
gleichen Seite wie SMT-Bauteile.

Würde man hier die konventionellen THT-
Bauteile mit der Welle löten, würden alle
SMDs wieder abgeschwemmt, also muss man
normalerweise die konventionellen Kom-
ponenten per Hand löten. Genau hier liegt
das Spannungsfeld europäischer Elektronik-
fertiger; komplexe Elektronik möchten die
Kunden aufgrund der notwendigen engen
Kommunikation zwischen Entwicklung und

Produktion lieber in Europa produzieren. Der
hohe manuelle Fertigungsaufwand spricht
aber ganz klar für eine Fertigung in Fernost
mit, auf den ersten Blick, unschlagbar nied-
rigen Lohnkosten.

Eine Selektiv-Lötanlage ersetzt quasi
die «Hand mit Lötkolben»
Die Lösung für europäische EMS-Anbieter
liegt daher in der weitestgehenden Automati-
sierung des Lötprozesses für die THT-Kompo-
nenten. Die Elfab AG ist spezialisiert auf an-

spruchsvolle komplexe Elektronik und hat
sich unter den geschilderten Randbedin-
gungen im Sommer letzten Jahres für die In-
vestition in eine 2-Tiegel-Selektiv-Lötanlage
entschieden. Eine Selektiv-Lötanlage hat eine
Lötdüsemit einem Durchmesser von wenigen
Millimetern, welche sich bei Highend-Anla-
gen ein zehntelMillimeter genau in X-, Y- und
Z-Achsen-Ausrichtung positionieren lässt; sie
ersetzt damit quasi die «Handmit Lötkolben».
Das heisst, der manuelle Lötprozess für kon-
ventionelle THT-Komponenten lässt sich auto-
matisieren, und das wäre damit die Antwort
auf die eingangs geschilderte Herausforde-
rung. Soweit die Theorie;wie sehen nun – nach
fast einem Jahr Betrieb – die praktischen Er-
fahrungen aus?

Vierzig Jahre wertvolle Erfahrung
in industriellen Lötprozessen
Heinz Jäggi ist seit Anfang der Siebzigerjahre
im Umfeld der Elektronikfertigung tätig und
hat von Grund auf alle Erfahrungen rund um
das Löten elektronischer Komponenten er-
lernt. Nach fast vierzig Jahren im Business ist
er eine der Koryphäen in der Schweiz, was
industrielle Lötprozesse elektronischer Kom-
ponenten betrifft. «Als es darum ging, den
Verantwortlichen für die neue Selektiv-Lötan-
lage im Produktionsprozess zu bestimmen,
war der Entscheid der Geschäftsleitung sofort
klar», bestätigt ErichMeier, technisch verant-
wortlicher Geschäftsführer der Elfab AG. «Un-
ter dem Gesichtspunkt ‹Experience meets
Hightech› wurde Heinz Jäggi mit dieser
Aufgabe betreut. Wir sind stolz und froh,
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